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IoT 5G和车载设备的控制电路中封装有电容器等电子元件。由于电子元

件的特性会随温度变化而变化，因此需要根据实际的使用环境进行可靠性

评价。

传感器用于各种地方。需要进行劣化筛除，防止这些产品的初始不良品流

入市场。

※车载传感器关系到人身安全，因此必须进行评价。

用于IoT 5G以及车载器件中的多层芯片式电感器在长时间使用后，会

因电流和热量引起断线，造成损坏。需要在高温状态下向导体线圈接通

恒定电流，进行寿命评价。
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关键设备 环境因子的变化

半导体
（内存设备／闪存／功率设备／FPGA／RF设备）

传感器
（CMOS／LiDar／电流传感器／G3）

元件
（电容器／电感器／电阻）

DC高电压／大电流

自发热量增加
（设备小型化／FOWLP／3D封装）　

保证在各种温度条件下的元器件性能



根据晶圆的状态，测量绝缘膜到达击穿的时间，进行工艺过程管理。 对于晶圆或封装元件，均可进行绝缘膜击穿寿命试验以及参数特性检测，

实现工艺过程管理。

进行劣化筛选，以防止半导体产品的初期不良品流向市场。 向半导体元件中的接线通入电流，预测断线为止的产品寿命。　

近 年 来，还 用 于 半 导 体 封 装 中 的C4（Controlled Collapsed Chip 

Connection）接合可靠性评价。　

断开功率设备的电压时，电路中的电感器会引发浪涌电压，导致元件损坏。

为提高产品的可靠性，需进行反向偏压试验。　

功率器件通过电流的ON/OFF产生自发热，这样的循环会导致接线断线

以及散热回路损坏。为提高产品的可靠性，需进行功率循环试验。

在耐压试验、或因潮湿引起绝缘劣化等的各种电压条件下，检测绝缘劣化

以及漏电流，以提高产品的可靠性。

周围环境的变化会引起电路板变形，通过检测器件由于自身发热、环境热

胀冷缩变形引起的断线，达到提高产品的可靠性。

半导体工艺和评价试验以及周边电子元件/材料评价试验
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TDDB评价试验　封装评价

老化试验　

电迁移评价试验

反向偏压试验（功率器件）

功率循环试验（功率器件）

绝缘电阻评价试验（电化学迁移）

导体电阻评价试验（接合可靠性试验）

AMM-TDDB-C　AMI
RBC　RBS　RBM　MBI
AEM
HTRB　HTGB　H3TRB　AMI
RBS-PST
AMI
AMR

①-1 TDDB评价试验　晶圆评价 AMM-TDDB-W

半导体参数试验

老化试验

AMM-C
RBC　RBS　RBM　MBI
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TDDB评价试验　晶圆评价

半导体参数试验

AMM-TDDB-W
AMM-W
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导体电阻评价试验（接合可靠性试验）

漏电流测量评价试验　

电容温度特性评价试验　

电感器评价试验　

传感器老化

AMR
AMI
AMQ
AEM
RBS
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绝缘电阻评价试验（电化学迁移）

导体电阻评价试验（接合可靠性试验）

AMI
AMR

电容器／电感器／电阻／传感器
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绝缘电阻评价试验（电化学迁移）

导体电阻评价试验（接合可靠性试验）

AMI
AMR

PC厂商／手机厂商／车载厂商／通信设备厂商

密封材料／衬底电路板／绝缘材料／焊料／多层电路板
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